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Abstract (en)
A composite material consists of a base material (10), a first priming (12) applied on it and a metallic layer (14) applied on the first priming (12). A
second priming (16) is applied on the first metallic layer (14) and is succeeded by a second metallic layer (18). A covering layer (20) is located on
the second metallic layer (18).

Abstract (de)
Eine metallisierte mehrschichtige Beschichtung besteht aus einem Basismaterial (10), einer darauf aufgebrachten ersten Grundierung (12) und
einer auf der ersten Grundierung (12) aufgebrachten ersten Metallisierung (14). Auf der ersten Metallisierung (14) ist eine zweite Grundierung (16)
aufgebracht, auf der wiederum eine zweite Metallisierung (18) aufgebracht ist. Auf der zweiten Metallisierung (18) befindet sich eine Deckschicht
(20). Hierdurch weist der Verbundstoff eine äußerst geringe Wasserdampfdurchlässigkeit von < 2 g/m²·d auf. <IMAGE>
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